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Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Substrats fir eine Baugruppe mit lich-
temittierendem Element, welches beim Einbau eines
lichtemittierenden Elementes, wie z. B. eines LED-
Chips verwendet wird. Die Erfindung betrifft ferner ei-
ne Baugruppe mit lichtemittierendem Element, das
ein derartiges Substrat fir eine Baugruppe mit lichte-
mittierendem Element verwendet, welches mit einem
derartigen Verfahren hergestellt worden ist.

Stand der Technik

[0002] In den letzten Jahren sind als Einrichtun-
gen zur Beleuchtung und Lichtemission, mit denen
sich das Gewicht und die Abmessungen reduzie-
ren lassen sowie der Energieverbrauch gesenkt wer-
den kann, lichtemittierende Dioden entwickelt wor-
den, welche fir die Verbraucher attraktiv geworden
sind. Als Verfahren zum Montieren von lichtemittie-
renden Dioden sind Verfahren bekannt, bei denen ein
einfacher Chip in Form eines LED-Chips einer lichte-
mittierenden Diode direkt auf einer Leiterplatte mon-
tiert wird. Es ist auch ein Verfahren zum Anbringen
eines LED-Chips bekannt, bei dem der LED-Chip auf
einem kleinen Substrat angebondet wird, sodass der
LED-Chip in einfacher Weise durch das Bonden auf
der Leiterplatte montiert werden kann.

[0003] Eine herkdbmmliche LED-Baugruppe hat ei-
nen Aufbau, bei dem ein LED-Chip durch Plattchen-
bonden auf einem kleinen Substrat montiert wird. Das
Elektrodenteil des LED-Chips und das Elektrodenteil
der Leitung werden miteinander durch Drahtbonden
oder dergleichen verbunden, und die resultierende
Baugruppe wird in einem Dichtharz eingekapselt, die
lichtdurchlassige Eigenschaften besitzt.

[0004] Andererseits besitzt ein LED-Chip solche Ei-
genschaften, dass in einem Ublichen Temperaturbe-
reich zur Verwendung als Beleuchtungseinrichtung
die Lichtemissions-Effizienz zunimmt, wenn die Tem-
peratur absinkt, und die Lichtemissions-Effizienz ab-
nimmt, wenn die Temperatur ansteigt.

[0005] Aus diesem Grunde ist bei einer Beleuch-
tungseinrichtung, die eine lichtemittierende Diode
verwendet, eine rasche Abflihrung von Warme, die in
dem LED-Chip erzeugt wird, um die Temperatur des
LED-Chips abzusenken, ein duflerst wichtiges Ziel,
das erreicht werden sollte, um die Lichtemissions-Ef-
fizienz des LED-Chips zu verbessern.

[0006] Ferner kann dann, wenn die Warmeabflih-
rungseigenschaften verbessert werden, der LED-
Chip mit groReren elektrischen Strdmen betrieben

werden, sodass sich die optische Ausgangsleistung
des LED-Chips steigern lasst.

[0007] Um daher die Warmeabflhrungseigenschaf-
ten eines LED-Chips anstelle einer herkdmmlichen
lichtemittierenden Diode zu verbessern, sind eini-
ge Lichtquelleneinrichtungen vorgeschlagen worden,
bei denen der LED-Chip direkt durch Flachenbonden
auf ein warmeleitfahiges Substrat aufgebracht ist.

[0008] Beispielsweise ist aus dem nachstehend an-
gegebenen Patentdokument 1 eine Vorrichtung be-
kannt, bei der eine Aussparung ausgebildet wird, in-
dem man eine Pressbehandlung bei einem Substrat
aus einer diinnen Aluminiumplatte durchfiihrt. Nach-
dem eine dinne Isolierschicht auf deren Oberflache
ausgebildet worden ist, wird ein LED-Chip durch Fla-
chenbonden auf einer Bodenflache der Aussparung
mit der dazwischenliegenden dinnen Isolierschicht
montiert.

[0009] Ein Verdrahtungsmuster, das auf der Isolier-
schicht ausgebildet ist, und die Elektrode auf der
Oberflache des LED-Chips werden mittels eines Bon-
dingdrahtes elektrisch miteinander verbunden. Der
Innenraum der Aussparung wird mit einem Dichtharz
gefillt, das lichtdurchlassige Eigenschaften besitzt.
Eine Konstruktion mit einem derartigen Substrat ist
jedoch komplex und bringt Probleme unter dem As-
pekt von hohen Verarbeitungskosten mit sich.

[0010] Aus dem nachstehend angegebenen Patent-
dokument 2 ist eine Einrichtung bekannt, bei der ein
Substrat zum Montieren eines lichtemittierenden Ele-
mentes folgendes aufweist: ein Metallsubstrat; einen
saulenférmigen Metallkérper oder Metallvorsprung,
der durch Atzen in einer Montageposition des Me-
tallsubstrats ausgebildet ist, um das lichtemittieren-
de Element zu montieren; eine Isolierschicht, die um
den saulenférmigen Metallkdrper herum ausgebildet
ist; und einen Elektrodenbereich, der in der Nahe des
saulenférmigen Metallkérpers ausgebildet ist.

Patentdoku- Japanische Patentanmeldungs-
ment 1 verdffentlichung

JP-A-2002-094 122
Patentdoku- Japanische Patentanmeldungs-
ment 2 verdffentlichung

JP-A-2005-167 086

Erlduterung der Erfindung
Mit der Erfindung zu L6sende Probleme

[0011] Untersuchungen der Erfinder haben gezeigt,
dass es im Falle der Montage eines LED-Chips auf
einer Leiterplatte wichtig ist, einen s&ulenférmigen
Metallkorper in der Montageposition vorzusehen. Im
Falle der Montage einer LED-Baugruppe ist es je-
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doch nicht unbedingt erforderlich, einen saulenférmi-
gen Metallkérper auf dem Substrat anzubringen.

[0012] Mit anderen Worten, die Erfinder haben her-
ausgefunden, dass bei der Montage einer LED-Bau-
gruppe eine ausreichende Warmeabflhrungseigen-
schaft erreicht werden kann, wenn man ein solches
Harz verwendet, das anorganische Fullstoffe mit ho-
her Warmeleitfahigkeit als Materialien in der Isolier-
schicht des Substrats enthélt, auf welchem die LED-
Baugruppe zu montieren ist.

[0013] Unter Bezugnahme auf den Stand der Tech-
nik gemafl dem oben erwahnten Patentdokument 2
hat sich gezeigt, dass im Hinblick auf ein Substrat
zum Montieren eines lichtemittierenden Elementes
weiterer Raum flr Verbesserungen besteht, was die
Struktur des saulenférmigen Metallkdrpers, die Ver-
drahtung fir die elektrische Versorgung sowie die
Isolierschicht anbetrifft, die bei der Baugruppe des
LED-Chips Anwendung finden. Im Hinblick auf ein
Verfahren zum Herstellen eines sdulenférmigen Me-
tallkérpers war auch eine Uberpriifung der Anzahl
von Herstellungsschritten winschenswert, um auf
diese Weise die Produktionskosten zu senken.

[0014] Als kleines Substrat zur Unterbringung eines
LED-Chips sind auch Isolierschichten bekannt, die
aus Keramik bestehen. Bei der Herstellung von der-
artigen Komponenten ist jedoch ein Brennen der Ke-
ramik erforderlich, sodass es bislang nicht méglich
war, in vorteilhafter Weise die Produktionskosten zu
senken, sodass derartige Komponenten fir die Mas-
senherstellung nicht vorteilhaft sind.

[0015] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zum Herstellen eines Sub-
strats fUr eine Baugruppe mit lichtemittierendem Ele-
ment anzugeben, mit der eine ausreichende Wéarme-
abfiihrungswirkung von einem lichtemittierenden Ele-
ment erreicht werden kann, wobei auch eine Massen-
herstellung, eine Kostenreduzierung sowie eine Ver-
ringerung der GréRenabmessungen beim Substrat
fur die Unterbringung des lichtemittierenden Elemen-
tes erreicht werden sollen. Zugleich soll ein Verfah-
ren zum Herstellen von derartigen Substraten sowie
eine Baugruppe mit lichtemittierendem Element an-
gegeben werden, das derartige Substrate verwendet.

Mittel zum Losen der Probleme

[0016] Die oben beschriebenen Probleme kdnnen
mit der nachstehend naher erlauterten Erfindung ge-
I6st werden.

[0017] Ein Substrat fiir eine Baugruppe mit lichtemit-
tierendem Element gemaR der Erfindung ist ein Sub-
strat fur eine Baugruppe mit lichtemittierendem Ele-
ment mit einem dicken Metallbereich, der unter einer

Montageposition eines lichtemittierenden Elementes
ausgebildet ist. Das Substrat weist folgendes auf:
eine Isolierschicht, die aufgebaut ist aus einem Harz,
das warmeleitfahige Fiillstoffe unter der Montagepo-
sition des lichtemittierenden Elementes enthalt und
eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/mK oder mehr be-
sitzt; und

eine Metallschicht, die im Inneren der Isolierschicht
angeordnet ist und den dicken Metallbereich auf-
weist,

wobei das Substrat dadurch gekennzeichnet ist, dass
ein warmeleitender Maskenbereich an der Oberseite
des dicken Metallbereiches angeordnet ist.

[0018] Bei einer derartigen Konstruktion ist der dicke
Metallbereich so angeordnet, dass er auf der Innen-
seite der Isolierschicht mit guter Warmeleitfahigkeit
aufrecht steht, und aullerdem ist der warmeleiten-
de Maskenbereich an der Oberseite des dicken Me-
tallbereiches als Oberflachenbeschichtung vorgese-
hen. Wenn daher beispielsweise ein lichtemittieren-
des Element auf einer Montageflache auf der einen
Oberflachenseite der Isolierschicht angebracht wird,
so wird die in dem lichtemittierenden Element erzeug-
te Warme in effizienter Weise von der Isolierschicht,
die eine gute Warmeleitfahigkeit besitzt, dem warme-
leitenden Maskenbereich und dem dicken Teilbereich
abgefihrt.

[0019] Auch wird, wenn ein lichtemittierendes Ele-
ment auf der Oberflachenseite der Metallschicht
montiert wird, die dem dicken Metallbereich gegen-
Uberliegt, die in dem lichtemittierenden Element er-
zeugte Wéarme in effizienter Weise abgeleitet, und
zwar durch den warmeleitenden Maskenbereich und
den dicken Metallbereich, wobei die Warme in effizi-
enter Weise weiter von der isolierenden Schicht ab-
geleitet wird, die eine gute Warmeleitfahigkeit besitzt.
Auf diese Weise kann ein ausreichender Warmeab-
fuhrungseffekt mit dem Substrat fir die Baugruppe
erzielt werden.

[0020] Fur den warmeleitenden Maskenbereich wird
beispielsweise ein Atzresist bei dem Schritt zur Her-
stellung des dicken Metallbereiches verwendet, und
zwar vorzugsweise so wie er ist. Der Schritt zum
Entfernen des Resists kann weggelassen werden,
sodass sich ein erheblicher Verbesserungseffekt im
Hinblick auf die Arbeitseffizienz, die Produktionskos-
ten und dergleichen ergibt.

[0021] Ein Verfahren zum Herstellen einer Baugrup-
pe mit einem lichtemittierenden Element gemalR ei-
nem weiteren Aspekt der Erfindung umfasst ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Substrats fiir eine Bau-
gruppe mit lichtemittierendem Element, wobei ein di-
cker Metallbereich unter einer Montageposition ei-
nes lichtemittierenden Elementes ausgebildet wird.
Das Verfahren ist gekennzeichnet durch einen Lami-
nierungsschritt mit einem Laminieren und Integrieren
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von einem Laminat, das einen isolierenden Klebstoff,
aufgebaut aus einem Harz, das warmeleitfahige Full-
stoffe enthalt und eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/
mK oder mehr besitzt, und einem Metallschichtele-
ment aufweist, mit einem Metallschichtelement, das
einen dicken Metallbereich besitzt, welcher mit einem
warmeleitenden Maskenbereich versehen ist.

[0022] Bei einer derartigen Konstruktion kann ein La-
minat, das einen isolierenden Klebstoff mit einer gu-
ten Warmeleitfahigkeit und ein Metallschichtelement
aufweist, auf ein Metallschichtelement mit einem di-
cken Metallbereich, der mit einem warmeleitenden
Maskenbereich versehen ist, auflaminiert und inte-
griert werden.

[0023] Wenn das Laminatim voraus hergestellt wird,
so kann die Herstellung des Substrats fir eine Bau-
gruppe mit lichtemittierendem Element in einfacher
Weise durchgeflihrt werden, sodass sich eine aus-
gezeichnete Massenproduktivitat ergibt, wobei eine
Kostenreduzierung sowie eine Verringerung der Bau-
gréRe der Baugruppe erzielt werden kann.

[0024] Weiterhin wird beispielsweise dann, wenn ein
lichtemittierendes Element auf der Montageflache auf
der einen Oberflachenseite der Isolierschicht mon-
tiert wird, die in dem lichtemittierenden Element er-
zeugte Warme in effizienter Weise von der Isolier-
schicht, die eine hohe Warmeleitfahigkeit besitzt,
dem warmeleitenden Maskenbereich und dem di-
cken Metallbereich abgefihrt.

[0025] Ferner wird dann, wenn ein lichtemittieren-
des Element auf der Metallschicht-Oberflachensei-
te montiert ist, die dem dicken Metallbereich gegen-
Uberliegt, die in dem lichtemittierenden Element er-
zeugte Warme in effizienter Weise von dem warme-
leitenden Maskenbereich und dem dicken Metallbe-
reich abgefihrt, und die Warme wird weiterhin von
der Isolierschicht mit hoher Warmeleitfahigkeit in ef-
fizienter Weise abgefihrt.

[0026] Aufdiese Weise kann ein ausreichender War-
meabfihrungseffekt mit dem Substrat fir die Bau-
gruppe erzielt werden.

[0027] Bei einem Beispiel einer geeigneten Ausflih-
rungsform gemaR der Erfindung ist es bevorzugt,
wenn das Laminat, welches den isolierenden Kleb-
stoff und das Metallschichtelement aufweist und/oder
das Metallschichtelement, welches den dicken Me-
tallbereich aufweist, der mit dem warmeleitenden
Maskenbereich versehen ist, vorher in Form von
Rollen bereitgestellt werden. Mit einem derartigen
Konzept ergeben sich ausgezeichnete kontinuierli-
che Herstellungsmdglichkeiten fur die Massenpro-
duktion, wobei auch eine sehr gute Ausbeute im Ver-
gleich mit herkémmlichen Verfahren erzielt wird.

[0028] Bei einem Beispiel einer Baugruppe mit lich-
temittierendem Element gemaf einem weiteren As-
pekt der Erfindung wird ein Substrat fir eine derar-
tige Baugruppe mit lichtemittierendem Element ver-
wendet, wie es oben erldutert worden ist, wobei das
Substrat mit einem Herstellungsverfahren der oben
angegebenen Art hergestellt wird. Auf diese Weise
kann die Baugruppe mit lichtemittierendem Element
unter geringen Kosten und mit kleinen Dimensionen
hergestellt werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0029] Fig. 1 einen Querschnitt zur Erlauterung ei-
nes Beispiels eines Substrats flr eine Baugruppe mit
lichtemittierendem Element gemaf der Erfindung.

[0030] Fig. 2 einen Querschnitt zur Erlauterung ei-
nes weiteren Beispiels eines Substrats fiir eine Bau-
gruppe mit lichtemittierendem Element gemaf® der
Erfindung.

[0031] Fig. 3 eine schematische Darstellung zur Er-
lauterung eines Beispiels eines Verfahrens zum Her-
stellen eines Substrats fur eine Baugruppe mit lichte-
mittierendem Element gemal der Erfindung.

Bezugszeichenliste

1 Isolierschicht

2 dicker Metallbereich

3 Oberflachen/Elektrodenbereich
4 lichtemittierendes Element
5 Metallschicht

5a Metallmuster

7 Dichtharz

21 Metallschicht

24 Laminat

25 Laminat (Substratteil)

30a Rolle

30b Rolle

Beste Ausflihrungsformen der Erfindung

[0032] Nachstehend werden Ausfiihrungsbeispiele
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnun-
gen naher erldutert. Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen je-
weils einen Querschnitt zur Erlduterung eines Bei-
spiels eines Substrats flr eine Baugruppe mit lichte-
mittierendem Element gemal der Erfindung, wobei
ein Zustand dargestellt ist, in welchem das lichtemit-
tierende Element montiert und in einem Gehéuse un-
tergebracht ist.

[0033] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist ein Sub-
strat fir eine Baugruppe mit lichtemittierendem Ele-
ment gemaR der Erfindung folgendes auf: eine Iso-
lierschicht 1, die aus einem Harz 1a besteht, welches
warmeleitende Fiillstoffe 1b und 1¢ enthalt; eine Me-
tallschicht 21 mit einem dicken Metallbereich 2, der
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im Inneren der Isolierschicht 1 angeordnet ist, wobei
ein warmeleitender Maskenbereich 22 an der Ober-
seite des dicken Metallbereiches 2 vorgesehen ist.

[0034] Ferneristein lichtemittierendes Element 4 auf
der Montageflache der Isolierschicht 1 angeordnet,
und ein Oberflachen-Elektrodenbereich 3 ist auf der
Montageflache der Isolierschicht 1 vorgesehen.

[0035] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist ein Sub-
strat flr eine Baugruppe mit lichtemittierendem Ele-
ment gemal} einer anderen Ausfiihrungsform der Er-
findung folgendes auf: eine Isolierschicht 1, die aus
einem Harz 1a besteht, welches warmeleitende Fll-
stoffe 1b und 1c¢ enthalt; eine Metallschicht 21, die ei-
nen dicken Metallbereich 2 aufweist, und unter einer
Montageposition des lichtemittierenden Elementes 4
angeordnet ist, wobei ein warmeleitfahiger Masken-
bereich 22 an der Oberseite des dicken Metallberei-
ches 2 vorgesehen ist; und einen Oberflachen-Elek-
trodenbereich 3, der auf einer montageseitigen Ober-
flache der Isolierschicht 1 ausgebildet ist.

[0036] Ferner ist das lichtemittierende Element 4 di-
rekt auf einer Montageflache 2a der Metallschicht 21
montiert. Der dicke Metallbereich 2 ist derart ausge-
bildet, dass er von der Montageflache 2a zu der Rick-
seite der Isolierschicht 1 hin dick ausgebildet ist, wo-
bei seine Oberseite in dem Inneren der Isolierschicht
1 enthalten ist (eingebetteter Zustand).

[0037] Im Falle einer Struktur, bei der die Oberseite
des dicken Metallbereiches 2 die Isolierschicht 1 nicht
durchdringt, kann in diesem Falle die Struktur mit ei-
ner nachstehend naher erlauterten Pressbehandlung
unter Verwendung einer Rolle oder dergleichen oder
durch einen intermittierenden Pressvorgang in der
nachstehend beschriebenen Weise hergestellt wer-
den, was eine Massenherstellung, eine Reduzierung
der Kosten sowie eine Reduzierung der Abmessun-
gen ermdglicht.

[0038] Die Isolierschicht 1 hat gemaR der Erfindung
eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/mK oder mehr,
vorzugsweise eine Warmeleitfahigkeit von 1,2 W/mK
oder mehr, insbesondere bevorzugt eine Warmeleit-
fahigkeit von 1,5 W/mK oder mehr. Auf diese Weise
kann die Warme von dem dicken Metallbereich 2 und
dem warmeleitenden Maskenbereich 22 in effizienter
Weise an das gesamte Gehause abgegeben werden.

[0039] Hierbei wird die Warmeleitfahigkeit der Iso-
lierschicht 1 durch geeignete Auswahl einer Mi-
schung bestimmt, und zwar unter Beriicksichtigung
der Menge der Mischung der warmeleitenden Full-
stoffe und der TeilchengréRenverteilung. Typischer-
weise hat jedoch unter Berlicksichtigung der Anwen-
dungseigenschaften des isolierenden Klebstoffes vor
dem Harten die Warmeleitfahigkeit vorzugsweise ei-
nen oberen Grenzwert von etwa 10 W/mK, wobei

es sich bei dem isolierenden Klebstoff beispielsweise
um Duroplaste handelt.

[0040] Die Isolierschicht 1 ist vorzugsweise mit war-
meleitenden Fillstoffen 1b und 1¢, bei denen es sich
um Metalloxid und/oder Metallnitrid handelt, sowie ei-
nem Harz 1a aufgebaut. Das Metalloxid und das Me-
tallnitrid haben vorzugsweise eine ausgezeichnete
Warmeleitfahigkeit und sind elektrisch isolierend. Als
Metalloxid kénnen Aluminiumoxid, Siliziumoxid, Be-
rylliumoxid und Magnesiumoxid gewahlt werden. Als
Metallnitrid kénnen Bornitrid, Siliziumnitrid und Alumi-
niumnitrid gewahlt werden.

[0041] Diese Substanzen koénnen entweder allein
oder als Kombination von zwei oder mehr Materiali-
en verwendet werden. Unter den genannten Metall-
oxiden erleichtert insbesondere Aluminiumoxid das
Herstellen einer isolierenden Klebstoffschicht, die so-
wohl gute elektrische Isoliereigenschaften als auch
gute Warmeleitungseigenschaften besitzt und die mit
geringen Kosten erhaltlich ist, was bevorzugt ist.

[0042] Ferner ist unter den genannten Metallnitriden
Bornitrid ausgezeichnet in seinen elektrischen Isolier-
eigenschaften und der Warmeleitfahigkeit und besitzt
ferner eine geringe elektrische Dielektrizitdtskonstan-
te, sodass dieses Material bevorzugt ist.

[0043] Als warmeleitende Flillstoffe 1b und 1¢ sind
solche bevorzugt, die Fllstoffe 1b mit kleinem Durch-
messer sowie Flllstoffe 1¢ mit grolem Durchmes-
ser enthalten. Auf diese Weise kann durch die Ver-
wendung von zwei oder mehr Arten von Partikeln mit
unterschiedlichen Abmessungen (Partikeln mit un-
terschiedlichen PartikelgroRenverteilungen) die War-
meleitfahigkeit der Isolierschicht 1 weiter verbessert
werden, und zwar durch die Warmeleitungsfunktion,
die von den Fullstoffen 1¢ mit groBem Durchmes-
ser selbst geboten wird, und die Funktion der Erh6-
hung der Warmeleitfahigkeit des Harzes zwischen
den Flllstoffen 1¢ mit groRem Durchmesser, die von
den Fillstoffen 1b mit kleinem Durchmesser geliefert
wird.

[0044] Unter diesem Gesichtspunkt betragt der mitt-
lere Durchmesser der Fillstoffe 1b mit kleinem
Durchmesser vorzugsweise 0,5 um bis 2 um, bevor-
zugter 0,5 pm bis 1 ym. Weiterhin ist der mittlere
Durchmesser der Fillstoffe 1¢ mit groBem Durch-
messer vorzugsweise 10 uym bis 40 um, noch bevor-
zugter 15 pym bis 20 pm.

[0045] Ferner erstrecken sich der dicke Metallbe-
reich 2 und der warmeleitende Maskenbereich 22 in
das Innere der Isolierschicht 1, wobei der warmelei-
tende Maskenbereich 22 und die Fiillstoffe 1b und
1c der lIsolierschicht 1 in Kontakt miteinander ge-
bracht werden, sodass die Warmeabfliihrungseigen-
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schaft von dem lichtemittierenden Element 4 verbes-
sert ist.

[0046] Als Harz 1a, welches die Isolierschicht 1 bil-
det, werden solche Materialien ausgewahlt, die ei-
ne ausgezeichnete Bindungskraft zu dem Oberfla-
chen-Elektrodenbereich 3 und dem Metallmuster 5a
in einem ausgeharteten Zustand besitzen und die die
Durchbruchsspannungs-Eigenschaften und derglei-
chen nicht beeintrachtigen, obwohl sie in der erwahn-
ten Weise Metalloxid und/oder Metallnitrid in der aus-
gewahlten Weise enthalten.

[0047] Fur ein solches Harz kénnen aulier Epoxid-
harz, Phenolharz und Polyamidharz verschiedene
technische Kunststoffe entweder einzeln oder durch
das Mischen von zwei oder mehr Harzen verwendet
werden. Unter diesen Materialien ist Epoxidharz be-
vorzugt, da es ausgezeichnete Bindungskrafte zwi-
schen Metallen besitzt.

[0048] Insbesondere sind unter den Epoxidharzen
ein Epoxidharz vom Bisphenol-A-Typ, ein Epoxid-
harz vom Bisphenol-F-Typ, ein Epoxidharz vom hy-
drogenierten Bisphenol-A-Typ, ein Epoxidharz vom
hydrogenierten Bisphenol-F-Typ, ein Triblock-Poly-
mer mit einer Epoxidharzstruktur vom Bisphenol-A-
Typ an beiden Endseiten, sowie ein Triblock-Polymer
mit Epoxidharzstruktur vom Bisphenol-F-Typ an bei-
den Endseiten, welche eine hohe Fluiditat sowie aus-
gezeichnete Mischeigenschaften mit den genannten
Metalloxiden und Metallnitriden besitzen, weitere be-
vorzugte Kunststoffe.

[0049] Fur die Metallschicht 21, welche den dicken
Metallbereich 2, den Oberflachen-Elektrodenbereich
3 sowie das Metallmuster 5a gemaf der Erfindung
aufweisen, kénnen verschiedene Metalle verwendet
werden. Typischerweise wird man jedoch eines aus
der Gruppe von Kupfer, Aluminium, Nickel, Eisen,
Zinn, Silber und Titan oder eine Legierung, welche
diese Metalle enthalt, verwenden. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Warmeleitungseigenschaften und der
elektrischen Leitungseigenschaften ist Kupfer beson-
ders bevorzugt.

[0050] Der dicke Metallbereich 2 ist an der Metall-
schicht 21 vorgesehen. Die Dicke des dicken Metall-
bereichs 2 ist groRer als die Dicke der Metallschicht
21. Ferner besitzen die Dicke der Metallschicht 21,
die in Fig. 3 h1 bezeichnet ist, und die Dicke des
dicken Metallbereiches 2 sowie des warmeleitenden
Maskenbereiches 2, die in Fig. 3 mit h2 bezeichnet
ist, Werte von vorzugsweise 31 pm bis 275 pm, be-
vorzugter 35 pym bis 275 pm, und zwar im Hinblick
auf eine ausreichende Warmeleitung oder Warmeab-
fihrung von dem lichtemittierenden Element 4 zu der
Isolierschicht 1.

[0051] Aus den gleichen Griinden besitzt der Teil
des dicken Metallbereiches 2 und des warmeleiten-
den Maskenbereiches 22, der in der Isolierschicht 1
enthalten ist, vorzugsweise eine Dicke von 30% bis
100%, bevorzugter 50% bis 100%, der Dicke der Iso-
lierschicht 1.

[0052] Im Hinblick auf eine ausreichende Warmeab-
fihrung von dem lichtemittierenden Element 4 zu der
Isolierschicht 1 wird ferner die Gestalt des dicken Me-
tallbereiches 2, wie aus der schematischen Darstel-
lung in der Zeichnung ersichtlich, in geeigneter Weise
gewahlt. Dabei kann die Gestalt ferner vorzugswei-
se eine polygonale Gestalt besitzen, beispielsweise
dreieckig oder viereckig sein, eine sternférmige poly-
gonale Gestalt besitzen, wie z. B. in Form eines Pen-
tagramms oder eines Hexagramms, oder aber eine
Gestalt, bei der die Ecken von diesen Formen mit ge-
eigneten kreisférmigen Bogen abgerundet sind.

[0053] Ferner kann es sich dabei um eine Gestalt
handeln, die sich allmahlich von der Montageflache
2a des dicken Metallbereiches 2 aus zu dem Ober-
flachen-Elektrodenbereich 3 erstreckt. Aus ahnlichen
Grinden ist die maximale Breite des dicken Metallbe-
reiches 2 bei Betrachtung in der Draufsicht vorzugs-
weise etwa 1 mm bis 10 mm, bevorzugter 1 mm bis
5 mm.

[0054] Als Verfahren zum Formen des dicken Me-
tallbereiches 2 der Metallschicht 21 kénnen bekannte
Formgebungsverfahren verwendet werden, sodass
der dicke Metallbereich 2 beispielsweise geformt wer-
den kann durch Atzen unter Verwendung eines pho-
tolithografischen Verfahrens, durch Pressen, Dru-
cken oder Bonden, oder durch ein herkdmmliches
Verfahren zum Herstellen von Metallhdckern.

[0055] Im Falle der Formung des dicken Metallbe-
reiches 2 durch Atzen kann auch eine Schutzmetall-
schicht verwendet werden. Als Schutzmetallschicht
kann beispielsweise Gold, Silber, Zink, Palladium,
Ruthenium, Nickel, Rhodium, eine Blei-Zinn-Lotlegie-
rung, eine Nickel-Gold-Legierung oder dergleichen
verwendet werden.

[0056] Derwarmeleitende Maskenbereich 22, deran
der Oberseite des dicken Metallbereiches 2 vorgese-
hen ist, besitzt eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/
mK oder mehr, vorzugsweise eine Warmeleitfahigkeit
von 1,2 W/mK oder mehr und besonders bevorzugt
eine Warmeleitfahigkeit von 1,5 W/mK oder mehr.
Insbesondere hat der warmeleitende Maskenbereich
22 vorzugsweise eine Warmeleitfahigkeit, die derje-
nigen der Isolierschicht 1 aquivalent ist oder grofier
als diese ist, und besitzt eine kleine Warmekapazitat.

[0057] Ferner kdénnen als Verfahren zum Herstel-
len des warmeleitenden Maskenbereiches 22 an der
Oberseite des dicken Metallbereichs 2 beispielswei-
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se ein Druckverfahren, ein Bondingverfahren oder
dergleichen verwendet werden. Im Falle der Herstel-
lung des dicken Metallbereiches 2 durch Atzen unter
Verwendung von einem photolithographischen Ver-
fahren ist es bevorzugt, den warmeleitenden Mas-
kenbereich als Atzresist zu verwenden, sodass an-
schlieBend ein Schritt zum Entfernen dieses warme-
leitenden Maskenbereichs entfallen kann.

[0058] Die Dicke des warmeleitenden Maskenbe-
reichs 22 betragt 1 ym oder mehr und betragt bei-
spielsweise 10 ym bis 100 pm. Wenn die Dicke zu
grofRe Werte besitzt, wird die Formanderung des End-
bereiches zum Zeitpunkt der Laminierung mit der Iso-
lierschicht 1 grol3 werden, sodass dies nicht bevor-
zugt ist. Wenn die Dicke jedoch zu gering ist, so
nimmt die Warmeleitfahigkeit ab, was ebenfalls nicht
bevorzugt ist.

[0059] Als Material flir den warmeleitenden Mas-
kenbereich 22 kénnen beispielsweise ein Zwischen-
schicht-Isoliermaterial, das sich von dem der Isolier-
schicht 1 unterscheidet, ein Atzresist, ein Trocken-
schichtresist, ein Lotmaterial, eine Lotpaste, ein elek-
trisch leitfahiger Klebstoff, ein warmeleitender Kleb-
stoff, ein Resist oder ein Flussmittel flr ein Lot ver-
wendet werden. Unter diesen Materialien ist ein Zwi-
schenschicht-lsoliermaterial, das sich von der Isolier-
schicht 1 unterscheidet, ein geeignetes Material.

[0060] Die Dicke des Oberflachen-Elektrodenbe-
reichs 3 betragt beispielsweise bevorzugt 25 pm bis
70 um. Ferner betragt die Dicke des Metallmusters
5a vorzugsweise etwa 25 pm bis 70 um. Hierbei kann
das Metallmuster 5a die gesamte riickseitige Ober-
flache der Isolierschicht 1 bedecken oder aber einen
dicken Metallbereich 2 in der gleichen Weise wie die
Metallschicht 21 aufweisen.

[0061] Im Hinblick auf das Metallmuster 5a ist es,
um einen Kurzschluss des Oberflachen-Elektroden-
bereichs 3 zu vermeiden, bevorzugt, dass zumindest
die Metallmuster 5a der riickseitigen Oberflache der
Oberflachen-Elektrodenbereiche 3 auf beiden Seiten
nicht elektrisch leitend sind.

[0062] Wenn der dicke Metallbereich 2 auch bei dem
Metallmuster 5 vorgesehen ist, muss insbesonde-
re darauf geachtet werden, dass keine Positionsver-
schiebung bei dem nachfolgenden Schritt der Lami-
nierung und Integration erfolgt. Weiterhin ist es be-
vorzugt, wenn das Metallmuster 5a vorher in einem
B-Stufen-Zustand eines isolierenden Klebstoffs gebil-
det wird.

[0063] Im Hinblick auf die Erhéhung der Reflexions-
effizienz ist es bevorzugt, eine Plattierung mit einem
Edelmetall vorzunehmen, wie z. B. mit Silber, Gold
oder Nickel, und zwar auf dem dicken Metallbereich
2, der Metallschicht 21 und dem Oberflachen-Elektro-

denbereich 3. Ferner kann in gleicher Weise wie bei
einem herkdmmlichen Verbindungssubstrat ein Lot-
Resist gebildet werden oder eine partielle Lotplattie-
rung durchgefiihrt werden.

Herstellungsverfahren

[0064] Als nachstes wird ein geeignetes Verfahren
zum Herstellen eines Substrats fiir eine Baugruppe
mit lichtemittierendem Element gemaf der Erfindung
unter Bezugnahme auf Fig. 3 naher erlautert. Wie
aus der Fig. 3 ersichtlich, wird ein Metallschicht-Rol-
lenkdrper 211 hergestellt, bei dem eine langgestreck-
te Metallschicht 21 mit einem darauf ausgebildeten
dicken Metallbereich 2, auf welchem ein warmelei-
tender Maskenbereich 22 an der Oberseite ausgebil-
det ist, aufgewickelt wird. Die Abmessungen in der
Breitenrichtung, die Anordnung des dicken Metallbe-
reichs 2 und dergleichen werden in geeigneter Weise
vorgegeben. Der dicke Metallbereich 2 wird durch At-
zen hergestellt, wobei ein photolithographisches Ver-
fahren verwendet wird, und der warmeleitende Mas-
kenbereich 22 ist kein anderer als der, der bereits als
Atzresist verwendet wird.

[0065] Ferner wird ein lIsolierschicht-Rollenkdrper
241 hergestellt, in welchem ein Laminat 24 aus ei-
ner langgestreckten Isolierschicht 1 in einem B-Stu-
fen-Zustand und einer langgestreckten Metallschicht
5 aufgewickelt sind. Die Abmessungen in der Brei-
tenrichtung werden in geeigneter Weise vorgege-
ben. Diese sind jedoch vorzugsweise in der gleichen
Grolkenordnung wie die Abmessungen des Metall-
schicht-Rollenkdrpers 211 in der Breitenrichtung.

[0066] Eine Ablosungs-Schutzschicht kann auf der
Oberflache der langgestreckten Isolierschicht 1 vor-
gesehen sein. In diesem Falle wird die Ablésungs-
Schutzschicht zum Zeitpunkt der Laminierung mit der
Metallschicht 21 abgelost.

[0067] Die Rollen zum Laminieren werden von ei-
nem Paar von Rollen 30a, 30b gebildet, wie es in
Fig. 3 dargestelltist. Ferner kann das Paar von Rollen
30a und 30b auch aus einer Vielzahl von derartigen
Paaren von Rollen aufgebaut sein. Das Paar von Rol-
len kann zweckmaRigerweise derart aufgebaut und
angeordnet sein, dass sie einen Pressvorgang auf die
Metallschicht 21 und das Laminat 24 ber einen plat-
tenférmigen Korper austiben, und zwar auf der einen
Seite oder auf beiden Seiten, was in der Zeichnung
nicht eigens dargestellt ist.

[0068] Es ist moglich, eine Konstruktion zu verwen-
den, bei der ein Paar von Rollen sowie ein zwischen
einem Paar von Rollen befindlicher plattenférmiger
Kdrper in Kombination vorgesehen sind. Das Material
der Rollen, die Dimensionen der Rollen und derglei-
chen werden in geeigneter Weise vorgegeben, und
zwar gemaf der Spezifikation des Laminats 25 (Sub-
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stratteil), auf dem die Metallschicht 21 und das Lami-
nat 24 laminiert und integriert werden.

[0069] Man kann als plattenférmigen Korper bei-
spielsweise eine harte Metallplatte oder eine harte
Kunststoffplatte verwenden, die gute planare Eigen-
schaften besitzen. Auch eine Bandpresse kann dabei
zum Einsatz gelangen. Auflerdem kann eine Press-
maschine vom intermittierend arbeitenden Typ ver-
wendet werden sowie ein Verfahren eingesetzt wer-
den, bei dem die Metallschicht 21 und das Laminat
24 schrittweise abgezogen werden.

[0070] Der Abstand zwischen dem Paar von Rollen
30a und 30b ist konstruktiv so vorgesehen, dass er
einstellbar ist. Der Abstand wird in Abh&ngigkeit von
den jeweiligen Umstanden vorgegeben, beispielswei-
se in Abhéangigkeit von der Dicke des Laminats 25,
bei dem die Laminierung der Metallschicht 21 und
des Laminats 24 erfolgt, der Dicke des Bereiches des
dicken Metallbereiches 2, der in dem Inneren der Iso-
lierschicht 1 enthalten ist, sowie den Laminierschritt-
Betriebsbedingungen, wobei z. B. die Transportge-
schwindigkeit zu berlcksichtigen ist.

[0071] Die Presskraft des Paares von Rollen 30a
und 30b wird entsprechend vorgegeben, und zwar in
Abhangigkeit von der Spezifikation von der jeweiligen
Metallschicht 21, der Isolierschicht 1 und der Metall-
schicht 5, welche das Laminat 24 bilden, sowie des
Laminats 25, auf welches diese laminiert werden.

[0072] Der Abstand zwischen dem Paar von Rollen
30a und 30b kann auch zum Zeitpunkt der Formung
des Laminats 25 fixiert werden, oder die Konstruk-
tion kann so gewahlt werden, dass der Abstand in
der vertikalen Richtung relativ zu dem Laminat 25 va-
riabel ist. Im Falle einer Konstruktion, bei der eine
Beweglichkeit in vertikaler Richtung vorgesehen ist,
kénnen herkdmmliche Einrichtungen verwendet wer-
den, beispielsweise Federn, Hydraulikzylinder, elas-
tische Elemente und dergleichen, die beispielhaft ge-
nannt werden kénnen.

[0073] Nachstehend wird das Herstellungsverfahren
gemal Fig. 3 naher erlautert. Dabei wird zunachst
eine langgestreckte Metallschicht 21 von dem Metall-
schicht-Rollenkérper 211 abgezogen und dem Paar
von Rollen 30a und 30b zugeflhrt. Synchron damit
wird das langgestreckte Laminat 24 von dem Rollen-
korper 241 des Laminats 24 aus der Isolierschicht 1
in dem B-Stufen-Zustand und der Metallschicht 5 ab-
gezogen und dem Paar von Rollen 30a und 30b zu-
gefihrt.

[0074] AnschlieRend werden diese zu einem Spalt
zwischen dem Paar von Rollen 30a und 30b trans-
portiert, wo eine Presswirkung auf die Metallschicht
21 und das Laminat 24 mit dem Paar von Rollen
30a und 30b ausgelibt wird, sodass die Metallschicht

21 und das Laminat 24 zusammenlaminiert und inte-
griert werden, um das Laminat 25 zu bilden.

[0075] Bei der Ausfihrungsform gemaf Fig. 3 wird
das Laminat 25 in einem Zustand gebildet, in wel-
chem der dicke Metallbereich 2 in das Innere der Iso-
lierschicht 1 des Laminats 24 eingebettet ist. Geman
Fig. 3 wird das Laminat 25 in einem Zustand gebil-
det, in welchem der warmeleitende Maskenbereich
22 und der dicke Metallbereich 2 in das Innere der
Isolierschicht 1 des Laminats 24 eingebettet sind.

[0076] Es istauch mdglich, eine Konstruktion zu ver-
wenden, bei der die Rollen selbst beheizt sind und
ein Pressvorgang ausgeubt wird, bei dem man die
Hitze zugleich wirken lasst, sodass es sich um ei-
nen gleichzeitig stattfindenden Heiz-Press-Vorgang
handelt. Dies ist wirksam im Hinblick auf verbesser-
te Bondingeigenschaften der Metallschicht 21, wenn
die Isolierschicht 1 beheizt ist.

[0077] Es istauch mdglich, eine Konstruktion zu ver-
wenden, bei der eine Heizeinrichtung auf der strom-
aufwartigen Seite und/oder auf der stromabwartigen
Seite des Paares von Rollen 30a und 30b angebracht
ist, sodass die Verbindung der Isolierschicht 1 mit
der Metallschicht 21 in effizienter Weise durchgefiihrt
werden kann.

[0078] Es istauch mdglich, eine Konstruktion zu ver-
wenden, bei der ein Klebstoff auf die Laminatoberfla-
chenseite der Metallschicht 21 und/oder die Isolier-
schicht 1 aufgebracht wird, sodass die Verbindungs-
krafte verstarkt werden konnen.

[0079] Um die Dicke beizubehalten und zu stabilisie-
ren, ist es auch mdglich, eine Konstruktion zu ver-
wenden, bei der eine Vielzahl von Rollenpaaren in
Form von Pressrollenpaaren und/oder Paare von fla-
chen Plattenbereichen auf der stromaufwartigen Sei-
te des Paares oder der Paare von Rollen 30a und 30b
vorgesehen sind, sodass die Dicke des Laminats 25
mit hoher Prazision eingestellt und beibehalten wer-
den kann. Zu Kihlzwecken kénnen ferner Kihlwal-
zen oder eine Kihleinrichtung auf der stromabwarti-
gen Seite des Paares oder der Paare von Rollen 30a
und 30b vorgesehen sein.

[0080] Das Laminat 25, in welchem die Metallschicht
21 und das Laminat 24 unter Verwendung von Rol-
len aufeinander laminiert sind, wird in einem geeig-
neten Zustand in eine Heizeinrichtung eingeleitet und
durch deren Innenraum hindurchgefihrt, um die Iso-
lierschicht 1 in einem B-Stufen-Zustand in einen C-
Stufen-Zustand auszuhéarten.

[0081] Anschlielend wird das Laminat dann unter
Verwendung einer Schneidvorrichtung in Stiicke vor-
gegebener GroRe geschnitten, beispielsweise mit
einer Trenneinrichtung, einer Vereinzelungseinrich-
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tung, einer Schlitzeinrichtung oder einer Schneidein-
richtung.

[0082] Hierbei kann das Harten des Laminats 25
auch nach dem Schneidvorgang durchgefiihrt wer-
den. Wenn der Hartungsvorgang vor dem Schnei-
den stattfindet, kann auch eine Nachhartungs-Be-
handlung nach dem Schneiden durchgefihrt werden.
In diesem Falle kann eine in der Behandlungsstras-
se vorgesehene Heizvorrichtung vor dem Schneiden
vorgesehen sein; alternativ kann die Hartungsreakti-
on auch separat in einer Heizvorrichtung nach dem
Aufwickeln in einer Rollenform durchgefihrt werden.

[0083] Anschlieend daran werden beide Oberfla-
chen des Laminats 25 durch einen Atzvorgang un-
ter Verwendung eines photolithografischen Verfah-
rens oder dergleichen mit einem Muster versehen,
um den Oberflachen-Elektrodenbereich 3 sowie das
Metallmuster 5 auszubilden, sodass ein Substrat fir
eine Baugruppe mit lichtemittierendem Element ge-
maN der Erfindung erhalten werden kann.

[0084] Es ist auch mdglich, eine Konstruktion zu ver-
wenden, bei der ein Teil der Metallschicht 21 entfernt
wird, sodass der verbleibende Teil das Metallmus-
ter 5a bilden kann; ferner kann ein Teil der Metall-
schicht 5 entfernt wird, sodass der verbleibende Teil
den Oberflachen-Elektrodenbereich 3 bilden kann,
wie es in Fig. 1 dargestellt ist. Es ist auch mdglich,
eine Konstruktion zu verwenden, bei der ein Teil der
Metallschicht 21 entfernt wird, sodass der verbleiben-
de Teil den Oberflachen-Elektrodenbereich 3 bildet,
wahrend ein Teil der Metallschicht 5 entfernt wird, so-
dass der verbleibende Teil das Metallmuster 5a bil-
det, wie es in Fig. 2 dargestellt ist.

[0085] Dabei kann das Substrat flr eine Baugruppe
mit lichtemittierendem Element gemaf} der Erfindung
von dem Typ sein, bei dem ein einzelnes lichtemit-
tierendes Element montiert ist, wie es in Fig. 1 und
Fig. 2 dargestellt ist. Das Substrat kann aber auch
von dem Typ sein, bei dem eine Vielzahl von lich-
temittierenden Elementen darauf montiert sind. Ins-
besondere in dem zuletzt genannten Fall besitzt das
Substrat vorzugsweise ein Verdrahtungsmuster, wel-
ches Verbindungen zu den Oberflachen-Elektroden-
bereichen 3 bildet.

[0086] Das Substrat fiir eine Baugruppe mit lichte-
mittierendem Element wird hergestellt, indem man
ein lichtemittierendes Element 4 auf der Metallschicht
1 oberhalb des dicken Metallbereiches 2 des Sub-
strats fir die Baugruppe mit lichiemittierendem Ele-
ment montiert und dann das lichtemittierende Ele-
ment 4 mit einem Giel3harz oder Dichtharz 7 einkap-
selt, wie es beispielsweise in Fig. 2 dargestellt ist.

[0087] Mit anderen Worten, die Baugruppe mit lich-
temitterendem Element weist ein Substrat flr eine

Baugruppe mit lichtemitterendem Element auf, die
folgendes aufweist: eine Isolierschicht 1, bestehend
aus einem Harz 1a, welches warmeleitende Fllstof-
fe 1b und 1c enthalt; eine Metallschicht 21, die mit
einem dicken Metallbereich 2 versehen ist, der un-
ter einer Montageposition fiir ein lichtemittierendes
Element 4 ausgebildet ist; einen Oberflachen-Elek-
trodenbereich 3, der auf einer montageseitigen Ober-
flache der Isolierschicht 1 ausgebildet ist; ein lichte-
mittierendes Element 4, das oberhalb des dicken Me-
tallbereiches 2 montiert ist; und ein Dichtharz 7, um
das lichtemittierende Element 4 dicht einzuschlielen.

[0088] Als ein zu montierendes lichtemittierendes
Element 4 konnen beispielsweise ein LED-Chip,
ein Halbleiter-Laserchip oder dergleichen verwendet
werden. AuRer einer Bauform mit der Vorderseite
nach oben, bei der beide Elektroden auf einer oberen
Oberflache vorhanden sind, kann der LED-Chip von
einem Kathodentyp, einem Anodentyp, einer Bau-
form mit der Vorderseite nach unten, dem sogenann-
ten Flip-Chip-Typ, oder ahnlichen Bauformen sein,
was auch von der Elektrode auf der Riickseite ab-
hangt. Gemal der Erfindung ist es im Hinblick auf
die Warmeabfiihrungseigenschaften bevorzugt, eine
Bauform mit der Vorderseite nach oben zu verwen-
den.

[0089] Das Verfahren zum Montieren des lichtemit-
tierenden Elementes auf der Montageoberflache der
Metallschicht 21 kann ein beliebiges Verbindungs-
oder Bondingverfahren sein, beispielsweise ein Ver-
bindungsverfahren unter Verwendung einer elek-
trisch leitfahigen Paste, eines beidseitig klebenden
Klebebandes oder eines Lotes; es kann auch ein Ver-
fahren unter Verwendung eines Warmeabfiihrungs-
Flachenkorpers, vorzugsweise eines Silikon-Warme-
abflhrungs-Flachenkérpers, eines Silikon-Harzma-
terials oder eines Epoxid-Harzmaterials verwendet
werden. Eine Verbindung unter Verwendung von Me-
tall ist jedoch im Hinblick auf die Warmeabfiihrung
bevorzugt.

[0090] Das lichtemittierende Element 4 wird an bei-
den Seiten an Oberflachen-Elektrodenbereiche 3 an-
geschlossen und mit diesen elektrisch verbunden.
Diese elektrische Verbindung und Leitung kann mit
einer Verdrahtung zwischen der oberen Elektro-
de des lichtemittierenden Elementes 4 und jedem
der Oberflachen-Elektrodenbereiche 3 implementiert
werden, beispielsweise durch Drahtbonden oder der-
gleichen unter Verwendung von feinen Metallleitun-
gen 8. Zum Drahtbonden kénnen Ubliche Verfah-
ren verwendet werden, beispielsweise unter Verwen-
dung von Ultraschallwellen oder einer Kombination
mit einer Beheizung.

[0091] Hinsichtlich einer Baugruppe mit lichtemittie-
rendem Element gemal der Erfindung ist in den
Zeichnungen ein Beispiel dargestellt, bei dem ein
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Dammbereich 6 vorhanden ist, der zum Zeitpunkt des
GielRens eines Dichtharzes 7 angebracht wird. Der
Dammbereich 6 kann jedoch auch weggelassen wer-
den.

[0092] Als Verfahren zum Herstellen des Dammbe-
reiches 6 kann ein Verfahren verwendet werden, bei
dem ein ringférmiges Element angebracht und ver-
bunden wird. Es kann auch ein Verfahren verwen-
det werden, bei dem ein durch UV-Licht aushéarten-
des Harzin einer dreidimensionalen und ringférmigen
Weise angebracht und ausgehartet wird.

[0093] Als Harzzum Vergiel3en kann ein Silikonharz,
eine Epoxidharz oder dergleichen in geeigneter Wei-
se verwendet werden. Beim GielRen des Dichtharzes
7 wird dessen obere Oberflache vorzugsweise mit ei-
ner konvexen Gestalt ausgebildet, um dadurch die
Funktion einer konvexen Linse zu erhalten. Die obere
Oberflache kann jedoch auch mit einer planen Gestalt
oder einer konkaven Gestalt geformt werden. Die Ge-
stalt der oberen Oberflache des vergossenen Dicht-
harzes 7 kann gesteuert werden durch die Viskositat,
das Verfahren zum Aufbringen sowie die Affinitat zu
der beaufschlagten Oberflache bei dem verwendeten
Harzmaterial.

[0094] GemaR der Erfindung kann eine transparen-
te Harzlinse mit einer konvexen Gestalt oberhalb des
Dichtharzes 7 vorgesehen sein. Wenn die transpa-
rente Harzlinse eine konvexe Gestalt besitzt, so kann
in einigen Fallen Licht von dem Substrat in effizienter
Weise nach oben emittiert werden. Als Linsen mit ei-
ner konvexen Gestalt kénnen auch solche mit einer
kreisférmigen oder elliptischen Gestalt in der Drauf-
sicht als Beispiele genannt werden.

[0095] Hierbei kann das transparente Harz oder die
transparente Harzlinse auch geféarbt sein oder auch
fluoreszierende Substanzen enthalten. Insbesondere
kann in einem Fall, in welchem das Harz eine fluores-
zierende Substanz einer gelben Serie enthalt, unter
Verwendung einer blaues Licht emittierenden Diode
weiles Licht erzeugt werden.

Andere Ausfihrungsformen

(1) Bei den oben beschriebenen Ausfihrungsfor-
men ist ein Beispiel angegeben worden, bei dem
ein lichtemittierendes Element vom Typ mit der
Vorderseite nach oben montiert wird. GemaR der
Erfindung kann jedoch auch ein lichtemittierendes
Element vom Typ mit der Vorderseite nach unten
vorgesehen sein, wobei ein Paar von Elektroden
auf der Bodenflache montiert wird.

Bei derartigen Bauformen gibt es Falle, in wel-
chen kein Erfordernis bestehen wird, ein Draht-
bonden oder dergleichen durch Létbonden durch-
zufiihren. Ferner kann in einem Falle, in welchem
die Vorderseite und die Rickseite des lichtemit-
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tierenden Elementes eine Elektrode besitzen, das
Drahtbonden unter Verwendung von einzelnen
Leitungen durchgeflhrt werden.

(2) In der vorstehenden Beschreibung ist ein Bei-
spiel fur den Fall angegeben, in welchem das lich-
temitterende Element auf einem Substrat montiert
wird, bei dem die Verdrahtungsschicht eine ein-
zelne Schicht ist. Gemal der Erfindung kann je-
doch das lichtemittierende Element auch auf ei-
nem Verdrahtungsmuster mit mehreren Schichten
montiert werden, wobei die Verdrahtungsschich-
ten in mehreren Lagen vorgesehen sind. Einzel-
heiten eines derartigen Verfahrens zum Herstel-
len einer elektrisch leitfahigen Verbindungsstruk-
tur flr einen solchen Fall sind in der Internatio-
nalen Patentverdffentlichung WO 00/52977 ange-
geben, und derartige Verfahren kénnen auch hier
zum Einsatz gelangen.

(3) Bei einer weiteren Ausfuihrungsform gibt es ei-
nen Fall, in welchem das Laminat 24 nicht in ei-
ner Rollenform vorgesehen ist. Wahrend in die-
sem Falle die Metallschicht 5 in einer Rollenform
vorgesehen ist und von dieser Rolle abgezogen
wird, wird ein isolierender Klebstoff kontinuierlich
auf die Oberflache aufgebracht, um auf diese Wei-
se das Laminat 24 zu bilden.

Auf dieses Laminat 24 wird die Metallschicht 21
mit dem oben beschriebenen Verfahren kontinu-
ierlich auflaminiert, um das Laminat 25 zu erhal-
ten. Dabei kann der isolierende Klebstoff des La-
minats 24 halbwegs in einen B-Stufen-Zustand
gehartet sein, bevor die Laminierung auf der Me-
tallschicht 21 erfolgt.

(4) Bei einer weiteren Ausfihrungsform kann die
Metallschicht erhalten werden durch kontinuierli-
ches Herstellen eines dicken Metallbereiches un-
ter Verwendung eines vorstehend beschriebe-
nen Verfahrens, wobei ein Basismetall der Metall-
schicht 21 von einem Vorrat abgezogen wird. Das
Laminat 25 wird erhalten, indem man das Laminat
24 kontinuierlich auf diese Metallschicht 21 unter
Verwendung des oben beschriebenen Verfahrens
auflaminiert.
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Patentanspriiche

1. Substrat flr eine Baugruppe mit einem lichte-
mittierenden Element, das mit einem dicken Metall-
bereich versehen ist, der unter einer Montageposition
eines lichtemitterenden Elementes ausgebildet ist,
wobei das Substrat folgendes aufweist:

— eine Isolierschicht, bestehend aus einem Harz, das
warmeleitende Flillstoffe enthalt, die unter der Mon-
tageposition des lichtemittierenden Elementes ange-
ordnet ist und eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/mK
oder mehr besitzt; und

— eine Metallschicht, die im Inneren der Isolierschicht
angeordnet ist und den dicken Metallbereich auf-
weist,

wobei eine warmeleitende Maskenschicht an der
Oberseite des dicken Metallbereiches angeordnet ist.

2. Verfahren zum Herstellen eines Substrats fir ei-
ne Baugruppe mit lichtemittierendem Element, wel-
ches mit einem dicken Metallbereich versehenist, der
unter einer Montageposition eines lichtemittierenden
Elementes ausgebildet ist, wobei das Verfahren fol-
gendes aufweist: einen Laminierungsschritt, bei dem
ein Laminieren und Integrieren von einem Laminat,
das einen isolierenden Klebstoff besitzt, der aufge-
baut ist aus einem Harz, das warmeleitende Fllstof-
fe enthalt und eine Warmeleitfahigkeit von 1,0 W/mK
oder mehr besitzt, und einem Metallschichtelement,
mit einem Metallschichtelement erfolgt, das einen di-
cken Metallbereich aufweist, der mit einem warmelei-
tenden Maskenbereich versehen ist.

3. Verfahren zum Herstellen eines Substrats fir
eine Baugruppe mit lichtemittierendem Element ge-
mafl Anspruch 2, wobei das Laminat, welches den
isolierenden Klebstoff und das Metallschichtelement
aufweist und/oder das Metallschichtelement, welches
den dicken Metallbereich, der mit dem warmeleiten-
den Maskenbereich versehen ist, vorher in Rollen-
form bereitgestellt werden.

4. Baugruppe mit lichtemittierendem Element unter
Verwendung eines Substrats flir eine Baugruppe mit
lichtemittierendem Element geman Anspruch 1.

5. Baugruppe mit lichtemittierendem Element unter
Verwendung eines Substrats flir eine Baugruppe fir
ein lichtemittierendes Element, hergestellt mit einem
Verfahren nach Anspruch 2 oder 3.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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<enlarged view of laminate 25>

Fig. 3
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